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Abstract (en)
The system consists of modular individual components such as input or output modules (10), control units or similar connected to a voltage supply
(1) and a field bus (2). An individual component is arranged in a stand-alone self-supporting individual component housing with a cable connection
to an external element, e.g. an actuator, and mechanical and electrical connections to other component housings.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine modulare Steuerungsanlage für Steuerungs- und Automatisierungssysteme, aus modularen Einzelkomponenten wie
Eingangsmodulen (10), Ausgangsmodulen (10), Steuerungseinheiten (11) und dgl.. Die Einzelkomponenten sind mit einer Spannungsversorgung
(1) sowie einem Feldbus (2) für Daten und Steuerungsbefehle verbunden. Um eine freie Zusammenstellung der verschiedenen Einzelkomponenten
zu ermöglichen, ist vorgesehen, daß eine Einzelkomponente (10, 11, 12) in einem selbständigen, selbsttragenden Einzelkomponentengehäuse
(5) angeordnet ist, wobei das Einzelkomponentengehäuse (5) einen Leitungsanschluß (6) zur Verbindung mit einem äußeren Systemelement, wie
z.B. einem Aktor, einem Sensor oder dgl., aufweist. Jedes Einzelkomponentengehäuse (5) hat einen mechanischen Anschluß (8) zur verkettenden,
mechanischen Befestigung an einem weiteren Einzelkomponentengehäuse (5) sowie eine elektrische Anschlußleiste (20) zur elektrischen
Verbindung mit einer Kontaktleiste (21) des weiteren Einzelkomponentengehäuses (5). <IMAGE>
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